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Auf dem PAUL Award des FED wurden
Nachwuchsttalente der Elektronik fiir ihr
kreativen Entwiirfe ausgezeichnet

Die US-Technologicagentur DARPA hat
mehrere wichtige Programme gestartet
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Der Séchsische Arbeitskreis Elektronik-Technologie verband sein 81.
Treffen mit einem ereignisreichen Betriebsbesuch in Dresden

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung

von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-

Am kanadischen Institut ICI werden die Chancen organischer und ge- Losungen in allen Regionen der Welt.

druckter Elektronik fiir Nachhaltigkeit ausgelotet Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grof3britannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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Man kdnnte meinen, dass fester Halt auf flexiblen Substra-
ten im Widerspruch steht, aber die Klebstoffe von Panacol
halten, was sie versprechen. Mehr noch: Fiir Photovoltaik-
Zellen erhdhen sie die Bestandigkeit gegeniiber Umweltein-
fliissen und leitfahige Klebstoffe verbinden und kontaktieren
effizient die elektrischen Verbindungen an SMD-Komponen-
ten in einem Schritt. Wir freuen uns auf lhre klebetechnische
Herausforderung und beraten Sie gerne personlich:

auf der LOPEC, Halle B0, Stand 614.

oder Telefon +49 6171 6206-0

info@panacol.de www.panacol.de
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